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半導體產業與人才趨勢參考資訊
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TIARA創立於2016年，提出我國半導體產業發展未來的「寧靜的危
機」，強調創新產學合作機制及高階研發人才培育。



科技部
GLORIA

國際產學聯盟

智慧電子國家型科技計畫退場規劃
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前瞻技術產學合作計畫/
產學技術聯盟合作計畫/
產學合作研究計畫

跨部會研發成果盤點建庫

產學橋接媒合機制導入
 協助導入潛力案源
 先期技術導入評估

 媒合學界研發能量
 共推高階人才培育

創新創業激勵計畫/
研發成果萌芽計畫/
產學研價值創造計畫

智慧電子
國家型科技計畫

智慧電子產學
橋接計畫

 篩選新創潛力團隊
 創業先期基礎培訓

智慧電子研發成果
橋接計畫

NPIE Bridge 2.0
TIARA A＋A’產學桂冠計畫(業界+政府)
+鼓勵企業參與培育博士研究生試辦方案
+協助大學校院產學合作培育研發菁英計畫

NPIE:   National Program for Intelligent Electronics / TIARA: Taiwan IC Industry and Academia Research Alliance

2011-2015 2016-2017 2017-2020

臺灣半導體產學研發聯盟
TIARA (since 2016)
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臺灣半導體產學研發聯盟（TIARA）

• 企業與學研究單位團體會員組成之非營利社團法人
促進半導體領域產學合作從事市場競爭前前瞻技術研究發展

強調半導體產業所需高階研發人才供需與產學合作培育機制

建構我國半導體領域產學積極互動與加深交流的超級大聯盟

重視我國半導體產業與學術界重要議題向政府適時提出建言



TIARA 桂冠聯盟

產
業

學
研

政府

以產助學、以學興產；產學聯盟、共創新局。

Ｔaiwan IC
Ｉndustry and
Ａcademia
Ｒesearch
Ａlliance
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TIARA 會員現況  企 業 團 體： 14  席
 學術教育團體： 26  席
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TIARA 聯盟任務

創新
產學合作機制

培育
高階研發人才

產學桂冠計畫
產學會員共同研擬
• 作業要點、作業辦法
• 經費管理辦法

①業界出資：政府補助 = ６：４

②博士班研究生或博士後研究員參與

③【Ａ計畫】由產學共同約定、執行及管理

④【Ａ’計畫】由政府補助更前瞻之共通性研究

⑤ A與A ’為相關內容，由第三方公協會審查推薦
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2017年與二部會合作事項

 106年度開辦產學研發聯盟合作計畫-半導體領
域試辦計畫

 科技部鼓勵企業參與培育博士研究生試辦方案
同步申請直接適用

 修訂「教育部補助大學校院產學合作培育博士
級研發人才計畫作業要點」

 產學合作培育博士級研發人才計畫(新增跨部會
合作培育博士生實務研發模式)
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2019年推動成果記者會

12

計畫推動三年，共已補助

124人次
博士生參與產學桂冠計畫



2019年創立青研論壇(半導體科研青年論壇)

• 半導體為臺灣護國產業，年產值逾新臺幣3兆元、佔我國出口總值五分之一，
為臺灣經濟柢柱、鎮國之寶。

• 半導體技術發展週期瞬變、分秒必爭，臺灣半導體產業當前優勢，來自高瞻
的政府政策引導及優質的科技人才培育。

>> 以科技力守護現在、打造未來 <<

• 揭示全球科技亮點趨勢與半導體新興
應用潛力，鼓勵青年學子投入科研、
科教及科普工作，並發揮創意，運用
科技解決問題，打造美好明日世界。

指標企業技術主管

半導體科技獎得主

資通訊領域青壯專家
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TIARA產學桂冠計畫

• 產學合作 1.0（先導型）
• 學校主導，廠商配合且出資比例低，研究題目非為或部份為產業所需，成果歸屬較無
法直接回饋至產業

• 產學合作 2.0（大聯盟）
• 業界出題，學校解題，廠商出資為40%。但在同一本計畫書，業界計畫執行內容需被
政府審查，且框入政府會計及審計制度的考核

• 產學合作 4.0 （TIARA）
• 業界主導，【A 計畫】與【 A’計畫】為不同的審查及管考機制；廠商出資比例為總體
之60%且政府不介入，廠商出資計畫經費的運用更有彈性，同時提供博士研究生更多
鼓勵措施

• 建議經費比例以業界出資：政府補助＝６：４為原則

一般產學
計畫 大聯盟 TIARA

1.0 2.0 4.0
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A + A’ 計畫架構說明
• 【產學合作4.0】強化產學合作效益，並聚焦業界所需之競爭前（Pre-

competitive）先導前瞻技術，同時培育高階研發領導人才，維持我國半導
體產業之國際領先地位。

• 【A 計畫】及【A’ 計畫】為兩個相關而不相同的計畫
• 【A 計畫】（業界出資）

• 業界出資與學校團隊合作之產學合作計畫

• 【A’ 計畫】（政府補助）
• 補助經符合資格之產學聯盟所推薦之【A計畫】學界團隊，從事與該【A計畫】有關之前瞻
學術研究

• 科技部「前瞻技術產學合作計畫-產學研發聯盟型計畫」（原REAL計畫）
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產學合
作研究

前瞻
技術

高階
人才

未來
競爭力



A + A’ 計畫架構說明

業界

TIARA

學校執行團隊

科技部

學校

A 計畫
(ex. 600萬)

A’ 計畫
(ex. 400~600萬)

A+A’認可推薦

A+A’ 構想書
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A + A’ 認可推薦作業
• 由 TIARA 審查 A + A’ 構想書，確認內容符合 TIARA 推動產學桂冠計畫精神及科技部計畫
徵求相關規定。（例如【 A計畫】內容與擬申請【A’ 計畫】之內容是否相關等），通過後
核發推薦證明（申請科技部【A’ 計畫】必要文件之一）

• 研發主題符合聯盟認可之產業前瞻技術關鍵研究主題
• 研究目標與預期成果明確，且符合業界技術需求與未來市場性
• 【A 計畫】與【A’ 計畫】研發內容關聯性，及各別預期成果歸屬之明確區隔
• 研究團隊研究能量、研究方法可行性及研發內容完善度
• 合作企業研發能量、出資情形及投入程度
• 博士班研究生或博士級研究人員共同參與計畫執行

審查
重點

研發
主題

A＋A’
相關性

資源
投入

成果
區隔

博士生
參與
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科技部將優先考量：
博士生或博士級研究
人員參與且業界承諾
額外資助博士生獎學
金，或業界有吸納計
畫內博士生或博士級
研究人員誘因相關承
諾者（如認列年資）
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A + A’ 認可推薦流程說明圖例
• 已有產學合作計畫執行之申請者

• 產學合作計畫尚在洽談中之申請者

提出【A ＋A’
計畫】構想書

取得聯盟
推薦證明

提出【A ‘計
畫】申請書 A’計畫通過後執行

產學合作計畫(A 計畫)執行

提出【 A ＋A’
計畫】構想書

取得聯盟
推薦證明

提出【A ‘計
畫】申請書 A’計畫通過後執行

產學合作計畫(A 計畫)執行取得廠商合作約
定（意向）書 廠

商
撥
款

科技部110年第二次徵件僅受理「先取得推薦證明再送計畫申請」。

TIARA推薦申請期限：
110/07/16

科技部計畫申請期限：
110/08/13



110年度作業時程(第二次)
• 方案一：先取得推薦證明再送計畫申請（07月16日前email至TIARA）

• 方案二：逕送科技部轉交推薦機構審查（2月19日前函送科技部並指明推薦機構）
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07/16 08/13

推薦申請截止日
 A＋A’構想書
 合作意向書

TIARA推薦審查作業 08/03

核發推薦證明

計畫申請截止日
 推薦證明
 廠商合作相關證明
 A’計畫書(系統申請)

推薦申請&計畫申請截止日
 A＋A’構想書(密封函送)
 合作意向書
 A’計畫書(系統申請)

方
案
一

方
案
二

TIARA推薦審查作業

已確定被推
薦才送申請

無法確知是
否被推薦構想書可以延至02/19同時送出

請特別注意以校
內公告時程為準



A + A’ 認可推薦申請說明
• 申請人（主持人）：產學合作團隊之學界主持人
• 申請文件：
 計畫推薦機構審核資料（即 A + A’計畫構想書）：

• 【A計畫】基本資料與計畫分年經費（如為多家廠商則需分列）
• 【A計畫】與【 A’計畫】之內容及其相關性說明
• 【A計畫】與【 A’計畫】之成果區隔與歸屬說明

 申請人與企業合作約定（意向）書（或產學合作計畫合約書之局部基本資訊）

• 申請期限：
• 110 年 07 月 16 日前，以加密檔案電子郵件向 TIARA 提出申請

• 推薦證書核發日期： 110 年 08 月 03 日前

由企業授權之技術主管親簽即可，
無需加蓋公司大小章
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【A 計畫】重點說明
• 研發範疇：晶片設計、製造、封裝及測試等產業及其應用、軟體、平台、系
統與材料、設備、設計自動化等

• 計畫型態：企業與學校為一對一、一對多或整合型（多對多）皆可
• 計畫期程：以多年期為原則（一年期亦可）

• 經費編列：每一計畫以每年新臺幣二佰萬元以上為原則（110年配合科技部
徵件條件，由原一佰萬元提昇至二佰萬元，始得申請A’計畫）

• 計畫內應編列博士生研究人力費至少每人每月新臺幣二萬元
• 編列項目可參考 TIARA《產學桂冠計畫編費管理辦法》或科技部公告之範圍

• 計畫管考：由產學雙方依合約協議內容自行管考
• 研發成果：原則為平均共有，應明訂產學雙方可基於該成果各自獨立延伸發
展及進行專利，且出資企業有買斷優先權。（以企業與學校簽立之個別合作約定書為準）



【A’計畫】重點說明
• 研究範疇：由符合資格之聯盟推薦

• 聯盟確認【A’計畫】內容屬於聯盟及業界認可之產業前瞻技術研究，且其與【A計畫】
研發內容確有相關性

• 【A計畫】須與【A’計畫】重疊一定期間

• 計畫型態：個別型、單一整合型
• 計畫期程：一至三年且自 110 年 11 月 01 日開始執行

• 經費編列：以【A計畫】可列計經費部份之總合為上限
• 可認列計入之額度為【A’計畫】執行期間由合作企業撥付執行機構之金額

• 計畫管考：依科技部規定
• 研發成果：合作企業於計畫結束一年內，有優先協商授權或讓與之權利

25

科技部半導體產學聯盟型計畫



【A’計畫】重點與流程說明
• 申請人（主持人）：同科技部專題研究計畫申請人資格
• 申請組別：IC設計、製造、封測（電子系統應用建議選IC設計）

• 申請文件：
 聯盟推薦證明文件或密封之計畫推薦機構審核資料（指明推薦機構逕送科技部者）
 申請人與企業合作之相關證明，依科技部計畫申請之規定辦理
 計畫申請書（僅【A’計畫】之計畫內容，由系統上傳申請）

• 申請方式：科技部專題研究計畫補助資訊系統
• 申請期限：110 年 08 月 13 日（請特別注意各校校內公告之申請期限）

• 審查重點：詳科技部計畫公告說明文件

26
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【A’計畫】計畫經費額度編列說明

• 【A計畫】須與【A’計畫】重疊一定期間

• 相應【A計畫】之合作企業（可多家企業之整合型計畫）投入現金研發經費
之總合，每年度不低於新臺幣 200 萬元。

• 企業出資經費須於【A’計畫】執行期間內撥付（即 110 年 04 月 01 日至
111 年 03月 31 日）方得認列；若為多年期計畫，逾 111 年 04 月 01 日(含)
撥入之企業出資經費，則計入第二年計畫可申請額度計算。

• TIARA 以【A計畫】：【A’計畫】＝６：４為原則，建議申請補助經費額度依科技
部規定：等於或小於業界投入經費可認列數額（即１：１）

• 認列原則以年度期別為區隔，建議可依計畫需要適度調整企業經費撥付時間。

• 學界計畫主持人之主持費僅編於【A計畫】中，【A’計畫】不予編列。
29

以【A’計畫】自04/01開始執行為例



A 計畫

A 計畫

A’計畫

110/01/01 110/12/31110/04/01 111/03/31

【A’計畫】經費編列參考範列
特別注意：該業界經費【A計畫】不得為已申請其他政府補助之配合款

CASE 1

30

撥
付 【A’計畫】可申請金額上限

150+300+150萬
150萬

撥
付300萬

撥
付150萬

CASE 2

撥
付150萬

撥
付300萬

撥
付150萬

A’計畫

110/01/01 110/12/31110/04/01 111/03/31

【A’計畫】可申請金額上限

300+150萬

以【A’計畫】
自04/01

開始執行為例



A 計畫

A’計畫(第一年)

110/01/01 110/12/31110/04/01 111/03/31

【A’計畫】經費編列參考範列
特別注意：該業界經費【A計畫】不得為已申請其他政府補助之配合款

CASE 3

31

撥
付150萬

撥
付300萬 撥

付300萬

110年度【A’計畫】可申請金額上限：300+300萬
如為多年期，第二年 (111年度)可申請金額上限：150萬
如無第二年，尾款150萬無法列計。

撥
付150萬

A’計畫(第二年)

111/12/31

以【A’計畫】
自04/01

開始執行為例



Q&A 敬請指正
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